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「あすか「あすか IIII」で目指すもの」で目指すもの

2006年7月7日

株式会社 半導体理工学研究センター

下東 勝博
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あすかあすか II II プロジェクトプロジェクト（（JEITA JEITA 半導体部会発表より半導体部会発表より））

2006/3/29

◆ミッション

◆推進機関

◆期間

- 日本の半導体産業・技術の国際競争力の更なる発展を目指し、メンバー企業

ニーズに先駆けた先行Ｒ＆Ｄを推進することで、新技術の早期実用化に貢献する。

- 半導体技術の継続的イノベーションを目指して、産業界・大学・公的研究機関等

との連携を主導的に推進する

- (株)半導体理工学研究センター（ＳＴＡＲＣ）

- (株)半導体先端テクノロジーズ（Ｓｅｌｅｔｅ）

：２００６年４月～２０１１年３月
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STARCの活動の基本は 設計基盤技術の先行開発。

利点：ベストプラクティスの実施による世界レベルの技術開発
が効率（費用）よくできる。

課題：製品開発につながるよう、出口（成果活用の方法）を考
えて開発しなければ、効率（時間）が下がる。

往々にして計画時点では抜ける。⇒成果の出口論が鍵。

（プロジェクト成功のイメージ：あすか II）

成果の出口論が成功の鍵成果の出口論が成功の鍵（（STARCSTARC フォーラムフォーラム20052005よりより））

クライアントの業務STARCの業務

製品開発
基盤技術

開発

売上製品設計基盤技術
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成果移転の成果移転の強化・強化・多様多様化化（（STARCSTARC フォーラムフォーラム20052005よりより））

STARCにおける共同開発の出口とは？
STARCの外に技術移転し、移転先が自身の事業に活用できる
ようにすること。

- 技術の「パッケージ化」
- 普及・教育・サポート

STARCからの技術移転
設計環境（メソドロジ）

- 技術を設計フロー・環境に組込んで製品開発に提供
• 例： STARCAD-21™、90nm SoCプラットフォーム

標準化
- 技術標準として一般公開、ドキュメントなどで提供

• 例： HiSIMモデル、RTLスタイルガイドなど
ライセンス

- 市販のツールやIPに組込んで販売
• 例： 協調検証環境、テストパターン圧縮技術など

技術のパッケージ化 製品開発に活用
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設計連携（コラボレーション）の強化設計連携（コラボレーション）の強化

国内大学との連携（STARC共同研究、1996年から）

HiSIM（次世代MOSFETモデル）標準化

Cadence、Simucad（Silvaco）、Synopsys、他

STIL（テスト記述言語）標準化

アドバンテスト、横河電機、他テスター/EDAベンダー

スターシャトル活用

VDEC、大学

STARC開発技術の保守、改良、サポート

インターデザイン、ケイレックス、システムJD
STARC開発技術のEDAツールへの組込み

Atrenta、Cadence、Mentor Graphics、Synopsys
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STARCSTARCとあすか／あすかとあすか／あすか IIII

設立 大学との共同研究・教育支援

あすか
Project SoC設計・IP再利用・低電力技術

AS☆PLAASPLA
設立 IP

メソドロジ・テスト環境

SNCC2 新プロ
グラム

1995 1996 2000 2001 2003 20052002 2004 2006

2006年4月、体制および運営方針を一新して
「あすかⅡプロジェクト」（5ヵ年計画）開始

スター
シャトル
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あすかあすか II II プログラムプログラム

5社
IP育成のためのスターシャトル運営、スターシャトル
設計サポート、アナログ設計への対応強化

IP育成支援（スターシャトル）

7社
検証精度向上・高速化のためのEDAツールに対す
る要求仕様作成、基板ノイズ解析技術検討

Mixed Signal設計技術開発

7社
次世代テスト技術開発、次世代故障診断技術開発、
標準準拠テスト環境の構築

テスト・故障解析技術開発

5社
TLモデリングガイドライン作成、TL設計メソドロジ確
立

高位設計技術開発

選択
プログラム

国助成
7社

民間負担ばらつき考慮設計メソドロジの確立
（65nm対応）

プロセスフレンドリー設計技術開発
先端コア

プログラム

IP品質認証、機能検証、IP接続検証、標準準拠テス
ト環境

標準化

大学教育支援、アドバンスト教育、MOT教育、教育
提供手段

SoC設計技術者教育 11社

大学との共同研究、東工大産学連携講座支援大学との共同研究
産学
連携共通コア

プログラム

委託
会社数

2006 年度 活 動 概 要テ ー マ 名区 分
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大学大学共同研究共同研究 –– 多様化多様化 ––

連携の多様化

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

連携強化型 （産業界の研究者が大学研究に参画）

ネットワーク型 （関連する分野の研究者の連携）

大学からの提案応募型

産学による
テーマインキュベーション型
事前のインキュベーション期間の導入

目標ターゲットの絞り込み
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STARCSTARC設計講座設計講座 実施大学実施大学 –– 拡大拡大 ––

群馬大学群馬大学群馬大学

慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学

神戸大学神戸大学神戸大学

静岡大学静岡大学静岡大学

京都大学京都大学京都大学

鳥取大学鳥取大学鳥取大学

大分大学大分大学大分大学

中央大学中央大学中央大学

名古屋大学名古屋大学名古屋大学

豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学

近畿大学近畿大学近畿大学大阪大学大阪大学大阪大学

立命館大学立命館大学立命館大学

早稲田大学早稲田大学早稲田大学

東京工業大学東京工業大学東京工業大学

山形大学山形大学山形大学

高知大学高知大学高知大学

（北九州）早稲田大学（北九州）早稲田大学（北九州）早稲田大学

大阪学院大学大阪学院大学大阪学院大学

関西学院大学関西学院大学関西学院大学

三重大学三重大学三重大学

大阪電気通信大学大阪電気通信大学大阪電気通信大学

北海道大学北海道大学北海道大学

群馬大学群馬大学群馬大学

慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学

神戸大学神戸大学神戸大学

静岡大学静岡大学静岡大学

京都大学京都大学京都大学

鳥取大学鳥取大学鳥取大学

大分大学大分大学大分大学

中央大学中央大学中央大学

名古屋大学名古屋大学名古屋大学

豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学

近畿大学近畿大学近畿大学大阪大学大阪大学大阪大学

立命館大学立命館大学立命館大学

早稲田大学早稲田大学早稲田大学

東京工業大学東京工業大学東京工業大学

山形大学山形大学山形大学

高知大学高知大学高知大学

（北九州）早稲田大学（北九州）早稲田大学（北九州）早稲田大学

大阪学院大学大阪学院大学大阪学院大学

関西学院大学関西学院大学関西学院大学

三重大学三重大学三重大学

大阪電気通信大学大阪電気通信大学大阪電気通信大学

北海道大学北海道大学北海道大学

：STARCより講師を派遣

：STARCテキスト利用

2005年度実施： 22大学

：STARCより講師を派遣

：STARCテキスト利用

2005年度実施： 22大学

2006年度実施： 31大学

：06年より開始

大阪工業大学大阪工業大学 湘南工科大学湘南工科大学

明治大学明治大学

東京農工大学東京農工大学

東北大学東北大学

愛媛大学愛媛大学熊本大学熊本大学

東京大学東京大学

神戸大学神戸大学神戸大学

中央大学中央大学中央大学

名古屋大学名古屋大学名古屋大学

豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学

高知大学高知大学高知大学

芝浦工業大学芝浦工業大学

近畿大学近畿大学近畿大学大阪大学大阪大学大阪大学 三重大学三重大学三重大学

2006年度実施： 31大学

：06年より開始

大阪工業大学大阪工業大学 湘南工科大学湘南工科大学

明治大学明治大学

東京農工大学東京農工大学

東北大学東北大学

愛媛大学愛媛大学熊本大学熊本大学

東京大学東京大学

神戸大学神戸大学神戸大学

中央大学中央大学中央大学

名古屋大学名古屋大学名古屋大学

豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学

高知大学高知大学高知大学

芝浦工業大学芝浦工業大学

近畿大学近畿大学近畿大学大阪大学大阪大学大阪大学 三重大学三重大学三重大学

大阪工業大学大阪工業大学 湘南工科大学湘南工科大学

明治大学明治大学

東京農工大学東京農工大学

東北大学東北大学

愛媛大学愛媛大学熊本大学熊本大学

東京大学東京大学

神戸大学神戸大学神戸大学

中央大学中央大学中央大学

名古屋大学名古屋大学名古屋大学

豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学

高知大学高知大学高知大学

芝浦工業大学芝浦工業大学

近畿大学近畿大学近畿大学大阪大学大阪大学大阪大学 三重大学三重大学三重大学
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設計技術開発戦略設計技術開発戦略 －－ 重点化重点化 －－

A. 三つの界面

Aa 設計・製造界面 DFM

Ab システム設計界面 高位設計、ESL-DA

Ac アナログ・ディジタル界面 Mixed Signal

B. プラットフォーム化

C. 標準化
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プロセスフレンドリー設計プロセスフレンドリー設計メソドロジーメソドロジー ((Aa+BAa+B))

RTL

シリコン インプリメンテーション

設計制約
サインオフ基準

OPC・MDP処理

新データベース
新インターフェイス

DFT

LSI製造

システム設計・検証

• RTL to マスクのインプリ技術
• ばらつき考慮SoC設計手法
• 歩留まり考慮SoC設計手法
• リソグラフィフレンドリSoC設計手法

• TEG技術

• モデリング技術

キャラクタライゼーション

物理ライブラリ設計

OPC/MDP
ルール

物理ライブラリ

回路シミュ
レーション

• DFMデータベース・インタフェース

の構築
• 設計インテントの活用設計手法

EDA library

プロジェクトの対象
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目標と成果指標目標と成果指標

成果指標

2007年度末：（比2005年度末90nm）

歩留まりを同一(65nmで実証：45nmを予想）

設計生産性を3倍

目標

2006年度：ばらつき考慮設計メソドロジの確立（65nm対応）

2007年度：歩留まり考慮設計メソドロジの確立（45nm準備）

プロジェクト成功のイメージ（2年後）

65nm、45nm対応のSoCインプリメンテーションにおいて製造性を考慮した設計
メソドロジ開発が世界最先端の技術集団として行われている。

成果物は、クライアントカンパニーで実SoC設計に幅広く使われている。

その活動がワールドワイドで認知されている（半導体設計・製造業界、EDA業
界、IPベンダなど）。

開発されている設計メソドロジはディファクトスタンダードである。
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STARCSTARCの提案する新たな共同開発スキームの提案する新たな共同開発スキーム

新たなワークフローに対応する独自の開発体制
クライアント企業が持つ設計製造界面技術などを有効活用
グループとして情報やリスクをシェア
グループとしてメインテナンスとサポートができる体制
グループとしてEDAベンダーなどのパートナーと連携

産学連携により国内外有力大学の人材・技術を活用
国の支援

STARC

クライアント企業
先端プロセス技術

設計製造界面技術

METI
支援

大学

新たなアイデア

パートナー
設計・テストツール

ソフトウェア技術

DFM
基盤
技術

プ
ロ
セ
ス･

製
造

イ
ン
プ
リ
メ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

ライブラリー

マスク
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高位設計技術開発高位設計技術開発

検証環境充実

高位合成

S/H協調検証

S/H協調設計

ツール開発
（EDAベンダ）

仕様検証

要素技術開発

アーキテクチャ
設計

実装設計

仕様設計

記述言語

抽象度

モデル記述

記述言語

仕様

HWﾓﾃﾞﾙSWﾓﾃﾞﾙ

RTLﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

モデル
標準化メソドロジ開発

要求仕様
提示

共同開発

仕様からRTLまで（仕様設計、アーキテクチャ設計、実装設計）の設
計メソドロジ

特定ツールにバインドされない標準高位モデル

Project scopeプロジェクトの対象
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目標と成果指標目標と成果指標

成果指標

H264エンコーダ（公開アルゴリズム→GDSⅡ）の設計期間9ヶ月

プロジェクト成功のイメージ（2年後）

数10Mゲートの大規模多機能チップの高品質、短期開発に適用するトランザク
ションレベル設計メソドロジが半導体設計業界最先端の技術集団で開発され
ている。

成果物はクライアントの先進的な設計チームに適用されている。

開発されている設計メソドロジはディファクトスタンダードである。

EDAベンダは本メソドロジを意識したツール開発を行っている。

活動は、セット開発業界、半導体設計業界、EDA業界、IPベンダに認知されて
いる。
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テスト・故障解析技術開発テスト・故障解析技術開発

システム設計

RTL

シリコン
インプリメンテーション

テストデータ

次世代テスト技術
・ロジックBIST
・メモリBIST
・ATPG

ATE
次世代故障診断

標準準拠テスト環境

フェイル情報

65nm 品種に対応可能なテスト・故障解析技術

標準テストプラットフォーム

異なるテスター、異なるEDAツール間のデータを共有

プロジェクトの対象

年次

テスト時間
(相対値)

'04 ‘09予想推定

5

60

10

120

‘09目標

パス
遅延

テスト
(60)

遷移
テスト
(60)

縮退(3)

123

4 4

Source : STRJ2004年度報告
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Mixed Signal Mixed Signal 設計技術開発設計技術開発

アナログMixed Signal SoC開発におけるリスピン（再設計）回数削
減のための環境構築

システム設計

RTL

シリコンインプリメンテーション
・RTL to GDS
・タイミングクロージャー etc.

アナログIP
高精度レイアウト後検証環境

• シミュレーション精度向上
• ポスト レイアウト シミュレーションの高速

高精度化
• LSI-パッケージ協調検証
• 基板ノイズ シミュレーション

プロジェクトの対象
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設計技術の設計技術の標準化標準化推進推進

標準化の目的・意義
顧客・EDA/IPベンダ等との相互運用性改善

設計資産の再利用・流通容易化
汎用ツールやアウトソーシングの利用促進

2006年度テーマ

* 選択プログラムとの連携実行

標準化テーマ

共通技術・
ガイド開発

標準化・
普及

コンパクトモデル実用化

機能検証ガイド

機能検証ガイド
設計スタイルガイド、
高位モデリングガイド
標準テスト環境

*

標準化動向調査
(CMC、SPIRIT等との連携)

*
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IPIP育成支援（スターシャトル）育成支援（スターシャトル）

大学等研究機関でのIP開発およびIP/SoC開発者を育成するため、
低価格の90nm LSI試作サービスを提供

複数プロジェクトのLSIチップ（基本サイズ：5×5mm/区画）をひと
つのマスクに相乗りさせて、試作コストを低減

VDECとの連携

基本
シャトルチップ

5mm

5mm

A社 B社 C社

レチクル
20面付

300mm
ウエハ

相乗り

【CICC】
４１％

１９％【投稿なし 】
【VLSIシンポ 】

【ISSCC】
【その他 】

7%

19%

１９％
【投稿なし 】

【VLSIシンポ 】

１５％

【ISSCC】

１９％

【その他 】

学会投稿実績

７％

半導体の発展に寄与

約60%が論文を投稿
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アプリケーション・設計分野のコラボレーション


